PRASENZSEMINAR

THERMAL SYSTEMS

Reflowloten mit Vakuumunterstiitzung - Ziele, Einflussfaktoren und Erfahrungen

Es gibt aktuell kein Reflowlotverfahren, welches nicht
mit der Vakuumoption kombinierbar ist. Wahrend beim
Konvektionsloten mit Vakuum die Reduktion der Po-
renanteile im Vordergrund steht, dient das Vakuum beim
Dampfphasenloten auch dazu, das Galden® von den
Baugruppen zu entfernen. Beim Kontaktloten entfaltet
die Vakuumoption ihre vollstéandige Multifunktionalitat.
Dieses Seminar ist eine spannende Veranstaltung, die
sich mit der Technik des Reflowlotens mit Vakuumun-
terstltzung auseinandersetzt. Sie lernen die Grundlagen
des VakuumlGtens kennen und es werden insbesondere
praktische Inhalte innerhalb der Vortrage und Work-
shops vermittelt. Das Seminar bietet eine ideale Gele-
genheit, um Ihr Wissen in diesem Bereich zu erweitern
und sich mit anderen Experten auszutauschen.

Teilnahmegebiihr: 395 € inkl. Tagungsgetranken, Mittagessen
und Schulungsunterlagen

Schulungsdauer: 09:00 - 16:30 Uhr

Anmeldeformular unter
www.rehm-group/aktuelles/termine

09.00 Uhr

09.15 Uhr

10.00 Uhr

10.45 Uhr

11.15 Uhr

12.00 Uhr

12.45 Uhr
13.30 Uhr
15.15 Uhr
15.30 Uhr

16.15 Uhr

BegriiBung

Vortrag 1: Vakuumléten mit der VisionXP + VAC
(Referent folgt)

Vortrag 2: Vakuumléten fiir die AVT
Jorg Trodler, Trodler-EAVT

Kaffeepause

Vortrag 3: Vakuumunterstiitztes Reflowldten
fiir Hochleistungs-LED-Anwendungen
Kurt-Jurgen Lang, ams OSRAM

Vortrag 4: Betrachtung der Eignung o. Nichteignung von
Bauelementen
Lutz Bruderreck, Technolab GmbH

Mittagspause
Workshops
Kaffeepause

Vortrag 5: Einfluss der Poren auf die Zuverlassigkeit
u. thermisches Mgmt. elektronischer Baugruppen
Dr. Paul Wild, Rehm Thermal Systems GmbH

Ende des Seminars
Zeit fur Diskussion, Get-together und Firmenrundgéange

Vorbehaltlich inhaltlicher Anpassungen

TECHNOLOGY ACADEMY




